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Descriptores B.O.E.

Herramientas para el disefio de Placas de Circuito Impreso (PCB). Placement y Routing. Equipos
de fabricacion de prototiposy produccion en serie. Analisis térmico.

Temario
TEMA 1.- INTRODUCCION AL DISENO DE LAS PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO. (2h)

1.1.- Funciony utilidad.
1.2.- Tiposy clasificaciones.
1.3.- Elementos que la componen y caracteristicas de los mismos.

TEMA 2.- PROCESOS DE FABRICACION. (4 h)
2.1.- Descripcion general.

2.2.- Tiposy caracteristicas.

2.3.- Fotograbado. Equipamiento y control del proceso
2.4.- Mecanizado. Equipamiento.

2.5.- Acabado y proteccion.

TEMA 3.- DESCRIPCION DEL PROCESO CAD PARA EL DISENO DE PLACAS DE
CIRCUITO IMPRESO. (14h)

3.1.- Vision generda del proceso.

3.2.- Capturadel esqguematico. Herramientas'y proceso. Propiedades.

3.3.- Paso al programa CAD de disefio de la PCB. Proceso y control de errores.

3.4.- Disefio de la PCB.Emplazamiento.Optimizacion térmica.

Optimizacién de las conexiones.Reglas de disefio segun el tipo de placa. (analdgicas, digitales,
potencia, etc.).

3.5.- Obtencidn de los ficheros parala fabricacion.

Gerber.De control numérico.lmpresora.lnformes de salida.
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TEMA 4.- TECNOLOGIA DE MONTAJE SUPERFICIAL (3h.)

4.1.- Principales caracteristicas.
4.2.- Adecuacion del disefio de la PCB. Influencia de los procesos de soldadura.

TEMA 5.- PROCESOS DE SOLDADURA. (3h.)

5.1.- Introduccién y tipos.
5.2.- Soldadura por refusion. Caracteristicas.
5.3.- Soldadura por ola. Caracteristicas.

TEMA 6.- AUTOMATIZACION EN LOS PROCESOS DE FABRICACION. (4 h)

6.1.- Introduccion.
6.2.- Programas CAM. Utilidad y caracteristicas principales.

Conocimientos Previos a Valorar

Los propios de las asignaturas de Tecnologia Electronical, Tecnologia Electronicall y Electronica
Digital.

Objetivos

Conocer las principales caracteristicas de las tecnologias para la fabricacion de los circuitos
impresos tradicionales. Definir y conocer las “reglas de disefio” en funcion del tipo de circuito a
implementar (analdgico, digital, potencia, etc). Definir el flujo de disefio de la placa desde la
captura del esquematico, paso a programa de disefio de placas, emplazamiento y trazado. Indicar
los aspectos diferenciales en el caso de componentes del tipo SMD.

La realizacién préctica de la fabricacion de un prototipo asi como del disefio de una o varias
tarjetas de circuito impreso serd un complemento imprescindible para €l correcto desarrollo de la
asignatura.

Metodologia de la Asignatura

Utilizaremos pizarra, transparencias y video-proyeccion para la exposicion de los temas y de los
accesos a las webs de empresas del sector de los circuitos impresos y el montaje de dispositivos.
Nos apoyaremos en algunos programas desarrollados a través de Proyectos Fin de Carrera,
especificos para circuitos impresos de una complejidad no alta.

Se asignaran trabajos de intensificacion de temas puntuales para la exposicion en clase, con lo que
se complementa la informacién en aquell os temas que resulten de mayor interés.

Para el traspaso de documentacion se utilizara alguna herramienta web donde se permita el
alojamiento de dichainformacion.

Evaluacién

Se tendra en cuenta la asistencia a clase, la presentacion de los trabajos de précticas y los de
intensificacion que se asignen. Durante €l trascurso de la asignatura se haran test de comprension
gue serviran de referencia paralaevaluacion final.

Porcentaje de evaluacion:
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Asistencia: 20%

Presentacion de trabajos de practicas: 40%
Intensificacion: 20%

Test de comprension: 20%

En caso de que falte a dos 0 més clases, se redlizara una prueba donde e aumno/a debera
demostrar € conocimiento en e manegjo del entorno CAD y de laimplementacion de las reglas de
disefio.

Porcentaje de Evaluacion:
Prueba de conocimiento:60%
Intensificacion: 20%

Test de comprension: 20%

Descripcion de las Préacticas

L as précticas tendran un contenido tedrico-préactico e iran cubriendo parcialmente cada uno de los
grandes bloques de la asignatura: disefio CAD (12 h), fabricacién de prototipo (4 h) y soldadura de
dispositivos convencionales y SMD (4 h). Finalmente se aglutinara toda la fase de disefio en €l
desarrollo del disefio de una PCB, a partir de unos esgqueméticos y con unas especificaciones
mecanicas concretas. Deberd generar toda la informacion necesaria, desde la captura del
esguematico hasta la implementacion fisica en la placa de circuito impreso, asi como la necesaria
parasu fabricaciony montaje automatizado (10 h).
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